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1. 서론

현재 대부분의 모바일기기 입력 장치인 TSP 
(Touch Screen Panel)에 사용되고 있는 덮개 유

리(Cover Glass)는 평면 직사각형 형태이지만, 
향후 시장에서 사용될 모바일 기기의 덮개유

리는 자유 곡면을 가질 것으로 예상된다.(1) 
성형 시 자유곡면 형상을 일정하게 하기위

해서는 금형의 덮개유리 접촉부의 온도 분포

가 균일 하게 나타나야한다. 따라서 본 연구에

서는 성형시스템의 히터(Cartridge Heater)의 용

량을 변경하여 해석을 수행하고, 균일한 온도

분포를 확보할 수 있는 히터용량의 최적 배열

을 제시하고자 한다.

2. 성형시스템의 구성

성형 시스템은 Fig. 1과 같이 구성 되어있으며, 
가열 블록 에는 각각 600W의 히터 10개가 장착되어 

열유속을 발생하며 이에 의해 가열된 2개의 금형

(좌측[a], 우측[b])에서 덮개유리가 성형된다.

3. 성형시스템의 열해석

상용프로그램인 Ansys R14(CFX Code)의 정상

상태해석을 사용하여 충분한 양의 요소(Element)
와 열적조건(신환준 등(4))을 그대로 활용하여 덮개

유리의 면 접촉 열전도가 일어나는 하부 성형시스

템과 금형에 중점을 두어 해석을 수행하였다.
 Fig. 2에 나타난 해석결과 금형은 950℃까지 

상승한 것을 볼 수 있으나 금형내부의 온도분포가 

고르지 못한 것을 볼 수 있었다. 

더 정확한 온도분포를 확인하기 위해서 Fig. 3과 

같이 금형의 덮개유리 접촉부의 온도를 측정하여 

Fig. 4, 5에 나타내었다. Fig. 4, 5의 온도 선도가 

곡선인 이유는 냉각 블럭의 냉각수 유로가 불균일

하기 때문이며, 금형 내의 바깥부분(A, B, C, J, 
K, L)의 온도가 안쪽부분(D, E F, G, H, I)보다 온도보

다 20℃ 정도 낮은 것을 볼 수 있다.
금형 내 덮개 유리 접촉부의 온도가 균일 하지 

못한 경우 덮개유리 성형시에 불량품이 생산될 

수 있으므로, 접촉부의 온도분포를 균일하게 만들

도록 개선이 필요하다.

Fig. 1 Cover glass molding system

Fig. 2 Temperature distribution by uniform heating(4)
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Fig. 3 Lower mold temperature measurement point

Fig. 4  Lower mold (a) temperature distribution

Fig. 5  Lower mold (b) temperature distribution

4. 성형시스템 온도 분포 개선

열해석 결과 바깥부분과 안쪽의 온도차를 개선

하기위해 가열 블럭의 양 끝에 장착되는 히터의 

용량을 시행착오법(Try and Error)을 통하여 700W
로 결정하였으며, 나머지 8개 히터의 용량은 600W
로  주었다. 제안한 히터 용량을 적용하여 재해석을 

수행한 결과 금형의 온도 분포가 Fig. 6과 같이 

균일해 지며, Fig. 7, 8과 같이 금형 양쪽의 온도차가 

5℃이하로 줄어든다.

5. 결론
히터의 열용량 개선을 통한 열유속의 변화로 금형(a, 

b)내 덮개유리 접촉부의 온도를 균일하게 하여 고품질

의 덮개유리를 성형할 수 있을 있을 것으로 사료된다.

Fig. 6 Temperature distribution improvement 
by non-uniform heating

Fig. 7 Lower mold (a) temperature distribution improvement

Fig. 8 Lower mold (b) temperature distribution improvement
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